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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成22年11月18日(2010.11.18)

【公開番号】特開2010-45393(P2010-45393A)
【公開日】平成22年2月25日(2010.2.25)
【年通号数】公開・登録公報2010-008
【出願番号】特願2009-260283(P2009-260283)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  25/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/12     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   3/46     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  25/00    　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  23/12    　　　Ｂ
   Ｈ０５Ｋ   3/46    　　　Ｑ

【手続補正書】
【提出日】平成22年10月4日(2010.10.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に設けられ、巻線を内蔵する第１の樹脂層と、
　前記第１の樹脂層上に設けられ、ＩＣを内蔵する第２の樹脂層と、
を備え、
　前記基板は、前記基板表面から前記第１の樹脂層中に突出し、セラミックスからなる第
１の突起を有し、
　前記第１の樹脂層中において、前記巻線は、前記第１の突起の周囲を周回するように配
置され、
　前記第２の樹脂層中において、前記ＩＣは、前記第１の突起と重なるように配置されて
おり、
　前記巻線の端部は、前記第２の樹脂層中に設けられたビアを介して、前記第２の樹脂層
における前記第１の樹脂層とは反対側の表面に電気的に引き出された配線が直接接続され
ている、電子部品モジュール。
【請求項２】
　前記ＩＣは、前記ＩＣの前記基板表面への投影面が、前記第１の突起の前記基板表面に
よる断面領域をはみ出して配置されている、請求項１に記載の電子部品モジュール。
【請求項３】
　前記基板は、前記基板表面から前記第１の樹脂層中に突出し、前記第１の突起の周囲を
周回する前記巻線の周囲に配置され、セラミックスからなる第２の突起をさらに備え、
　前記第２の樹脂層中において、前記ＩＣは、前記第１の突起と、前記第２の突起と、を
またがって配置されている、請求項１又は２に記載の電子部品モジュール。
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